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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２４２３《电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法》按试验方法分为若干部分。本部分为

ＧＢ／Ｔ２４２３的第１０２部分。

本部分是对ＧＢ／Ｔ２４２３．４２—１９９５《电工电子产品环境试验　低温／低气压／振动（正弦）综合试验

方法》和ＧＢ／Ｔ２４２４．２４—１９９５《电工电子产品环境试验　温度（低温、高温）／低气压／振动（正弦）综合

试验导则》的技术性修订，代替ＧＢ／Ｔ２４２３．４２—１９９５和ＧＢ／Ｔ２４２４．２４—１９９５。

本次修订在技术内容上增加高温试验组合，即由原来的低温／低气压／振动（正弦）综合试验拓至温

度（低温、高温）／低气压／振动（正弦）综合试验。

本次修订的编辑性修改是：

ａ）　将ＧＢ／Ｔ２４２３．４２—１９９５作为本部分的正文部分。

ｂ）　将ＧＢ／Ｔ２４２４．２４—１９９５作为附录部分。

ｃ）　本部分名称由《电工电子产品基本环境试验　低温／低气压／振动（正弦）综合试验方法》改为

《电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验：温度／低气压／振动（正弦）综合试验》。

ｄ）　按ＧＢ／Ｔ１．１—２０００的要求，作如下编辑性修改：

———第１章改为“范围”；

———增加第２章“规范性引用文件”；

———增加第３章“术语和定义”。

ｅ）　用词的修改：

———用 “本部分”代替“本标准”；

———用“有关规范”代替“有关标准”或“有关规定”。

本部分的附录 Ａ为资料性附录。

本部分由全国电工电子产品环境条件与环境试验标准化技术委员会提出并归口。

本部分起草单位：信息产业部电子第五研究所、中国电信股份有限公司广东研究院、电信科学技术

第一研究所、北京航空航天大学。

本部分主要起草人：纪春阳、陈健儿、常少莉、魏蓓、吴飒、解禾。

本部分是首次发布。
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电工电子产品环境试验

第２部分：试验方法　试验：温度（低温、

高温）／低气压／振动（正弦）综合

１　范围

本部分规定了温度（低温、高温）／低气压／振动（正弦）综合试验的基本要求、严酷等级、试验程序以

及其他技术细则。

本部分适用于确定产品在温度（低温、高温）、低气压和振动（正弦）综合作用下的贮存、运输和使用

的适应性。有温度变化的综合试验可参考本部分。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２４２３的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ２４２１—１９９９　电工电子产品环境试验　第１部分：总则（ｉｄｔＩＥＣ６００６８１：１９８８）

ＧＢ／Ｔ２４２２—１９９５　电工电子产品环境试验　术语（ｉｄｔＩＥＣ６００６８５２：１９９０）

ＧＢ／Ｔ２４２３．１—２００１　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ａ：低温 （ＩＥＣ６００６８

２１：１９９０，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．２—２００１　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｂ：高温（ＩＥＣ６００６８２

２：１９７４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．１０—２００８　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｆｃ和导则：振动（正

弦）（ＩＥＣ６００６８２６：１９９５，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．２１—１９９１　电工电子产品基本环境试验规程　试验 Ｍ：低气压试验方法（ｎｅｑＩＥＣ

６００６８２１３：１９９１）

ＧＢ／Ｔ２４２３．２６—１９９２　电工电子产品基本环境试验规程　试验Ｚ／ＢＭ：高温／低气压综合试验

（ｎｅｑＩＥＣ６００６８２４１：１９８３）

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ２４２２—１９９５、ＧＢ／Ｔ２４２３．１—２００１、ＧＢ／Ｔ２４２３．２—２００１、ＧＢ／Ｔ２４２３．１０—２００８、ＧＢ／Ｔ２４２３．２１—

１９９１和ＧＢ／Ｔ２４２３．２６—１９９２确立的术语和定义适用于本部分。

４　一般说明

本试验是试验Ａ（低温）、试验Ｂ（高温）、试验 Ｍ（低气压）和试验Ｆｃ（振动（正弦））的综合试验。

试验样品应按照试验程序依次进行试验室温度下的振动试验、温度试验和温度／低气压综合试验，

最后再叠加以振动（正弦）使试验样品经受温度（低温、高温）／低气压／振动（正弦）的综合试验。当试验

样品已通过单一的振动（正弦）试验、温度试验及温度／低气压综合试验时，可直接进行温度（低温、高

温）／低气压／振动（正弦）的综合试验。

在试验过程中试验样品是否处于工作状态应由有关规范规定。
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